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Das Ingenieurbüro Markus Cieluch GbR präsentiert sich 
als Leiterplatten Layout Service. Mit über 20 Jahren 
Layout-Erfahrung kennt es alle Anforderungen aus dem 
kommerziellen, medizinischen und ebenso aus dem mi-
litärischen und dem Luftfahrt-Bereich. Große Erfahrung 
gibt es auch in der Hochspannung, mit Schaltreglern und 
High-Speed Anwendungen. Im Bereich Leiterplatten-
Design wird ein Vor-Ort Service angeboten, der auch 
International genutzt werden kann. 

Weitere Informationen:  
www.cieluch.de


